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【手続補正書】
【提出日】平成28年3月7日(2016.3.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板上に実装される発光素子と、
　前記発光素子を封止する封止部材と、を備える発光装置の封止部材の取り外し方法であ
って、
　前記基板と前記封止部材との間に剥離層を有し、
　前記剥離層は前記封止部材の下面全域に設けられ、
　前記剥離層において、前記封止部材を前記基板から取り外す工程を有する、
　発光装置の封止部材の取り外し方法。
【請求項２】
　前記剥離層と前記封止部材との界面で前記封止部材が剥離されることを特徴とする、請
求項１に記載の発光装置の封止部材の取り外し方法。
【請求項３】
　前記剥離層と前記基板との界面で前記封止部材が剥離されることを特徴とする、請求項
１に記載の発光装置の封止部材の取り外し方法。
【請求項４】
　基板と、
　前記基板上に実装される発光素子と、
　前記発光素子を封止する封止部材と、を備える発光装置の封止部材の取り外し方法であ
って、
　前記基板と前記封止部材との間には空気層が設けられており、
　前記空気層において、前記封止部材を前記基板から取り外す工程を有する、
　発光装置の封止部材の取り外し方法。
【請求項５】
　前記発光装置は、前記基板または前記基板上の配線と前記発光素子とを接合する接合部
材を備え、
　前記封止部材を前記基板から取り外す工程において、前記接合部材を溶融させ、前記溶
融させた状態で前記封止部材を前記基板から取り外す、
　請求項１から４のいずれか１項に記載の発光装置の封止部材の取り外し方法。
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【請求項６】
　前記接合部材は半田である請求項５に記載の発光装置の封止部材の取り外し方法。
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